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	→内容简介

	2013年，随着全球经济形势的好转，以便携式移动智能设备、智能手机、平板电脑等为代表的移动互联设备快速发展，带动集成电路行业较长提速。数据显示，2013年我国集成电路行业市场规模达2508.51亿元，同比增长了16.2%。同时，集成电路行业的产业结构也出现了差异化调整，其中封装测试业增长明显放缓，同比增长率仅为6.1%。

另一方面，我国民营企业所面临的局势也不容乐观，外资和民间资本加速进入国内集成电路行业，我国集成电路产业格局正在发生变革性改变。外资企业开始占据主体地位，目前外资企业在我国芯片制造和封装测试领域的市场份额已超过80%，这对于资源和创新要素积累不足的国内集成电路企业而言，已经形成十分严峻的挑战。

管理的关键是决策，决策的关键在预测。因此，成功的公司往往都会倾尽毕生的精力及资源预判行业的发展趋势、预测行业的潜在需求，以及捕捉新的投资机会！

本报告紧抓集成电路行业发展所需，采用科学定性分析和定量分析方法，全面而准确地为您解决行业发展之所急，企业发展之所需！报告采用与国际同步的因素分析法、类推法，辅之以基于结构突变的VAR模型，预测集成电路行业市场容量及细分市场需求规模，并运用德尔菲法、头脑风暴法、意见测试法等定性方法对数理模型的结论进行修正，提供未来集成电路行业细分产品、细分市场需求预测！

报告对集成电路行业未来的发展趋势做出审慎分析与预测。是各集成电路设计企业、制造企业、封装测试企业、科研单位、投资企业准确把握集成电路行业发展趋势，挖掘市场机会，做出正确投资决策和明确企业发展方向不可多得的精品。

本报告将帮助各集成电路设计企业、制造企业、封装测试企业、科研单位、投资企业准确了解集成电路行业未来趋势，及早发现集成电路行业市场的空白点、机会点、增长点和盈利点……，前瞻性地把握集成电路行业未被满足的市场需求和趋势，形成企业良好的可持续发展优势，有效规避集成电路行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。
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6.3.5 集成电路设计业发展分析

6.3.6 集成电路制造业发展分析

6.3.7 集成电路封装测试业发展分析

6.3.8 集成电路产业发展前景预测

6.4 其他重点地区集成电路产业发展分析

6.4.1 重庆市集成电路产业发展分析

6.4.2 成都市集成电路产业发展分析

6.4.3 西安市集成电路产业发展分析

6.4.4 武汉市集成电路产业发展分析
第7章 集成电路领先企业发展分析
7.1 集成电路设计企业发展分析

7.1.1 炬力集成电路设计有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业目标市场分析

（5）企业营销网络分析

（6）企业新产品动向分析

（7）企业技术水平分析

（8）企业核心竞争力分析

（9）企业发展优劣势分析

（10）企业2014年经营计划

（11）企业最新发展动向

7.1.2 中国华大集成电路设计集团有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业目标市场分析

（5）企业营销网络分析

（6）企业新产品动向分析

（7）企业技术水平分析

（8）企业核心竞争力分析

（9）企业发展优劣势分析

（10）企业2014年经营计划

（11）企业最新发展动向

7.1.3 北京中星微电子有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业目标市场分析

（5）企业营销网络分析

（6）企业新产品动向分析

（7）企业技术水平分析

（8）企业核心竞争力分析

（9）企业发展优劣势分析

（10）企业2014年经营计划

（11）企业最新发展动向

7.1.4 大唐微电子技术有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业目标市场分析

（5）企业营销网络分析

（6）企业新产品动向分析

（7）企业技术水平分析

（8）企业核心竞争力分析

（9）企业发展优劣势分析

（10）企业2014年经营计划

（11）企业最新发展动向

7.1.5 深圳海思半导体有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业目标市场分析

（5）企业营销网络分析

（6）企业新产品动向分析

（7）企业技术水平分析

（8）企业核心竞争力分析

（9）企业发展优劣势分析

（10）企业2014年经营计划

（11）企业最新发展动向

7.1.6 无锡华润矽科微电子有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业目标市场分析

（5）企业营销网络分析

（6）企业新产品动向分析

（7）企业技术水平分析

（8）企业核心竞争力分析

（9）企业发展优劣势分析

（10）企业2014年经营计划

（11）企业最新发展动向

7.1.7 杭州士兰集成电路有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业目标市场分析

（5）企业营销网络分析

（6）企业新产品动向分析

（7）企业技术水平分析

（8）企业核心竞争力分析

（9）企业发展优劣势分析

（10）企业2014年经营计划

（11）企业最新发展动向

7.1.8 上海华虹集成电路有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业目标市场分析

（5）企业营销网络分析

（6）企业新产品动向分析

（7）企业技术水平分析

（8）企业核心竞争力分析

（9）企业发展优劣势分析

（10）企业2014年经营计划

（11）企业最新发展动向

7.1.9 北京同方微电子有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业目标市场分析

（5）企业营销网络分析

（6）企业新产品动向分析

（7）企业技术水平分析

（8）企业核心竞争力分析

（9）企业发展优劣势分析

（10）企业2014年经营计划

（11）企业最新发展动向

7.1.10 展讯通信（上海）有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业目标市场分析

（5）企业营销网络分析

（6）企业新产品动向分析

（7）企业技术水平分析

（8）企业核心竞争力分析

（9）企业发展优劣势分析

（10）企业2014年经营计划

（11）企业最新发展动向

7.2 集成电路制造企业发展分析

7.2.1 中芯国际集成电路制造有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业营销网络分析

（5）企业核心竞争力分析

（6）企业发展优劣势分析

（7）企业2014年经营计划

（8）企业最新发展动向

7.2.2 上海华虹（集团）有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业营销网络分析

（5）企业核心竞争力分析

（6）企业发展优劣势分析

（7）企业2014年经营计划

（8）企业最新发展动向

7.2.3 华润微电子（控股）有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业营销网络分析

（5）企业核心竞争力分析

（6）企业发展优劣势分析

（7）企业2014年经营计划

（8）企业最新发展动向

7.2.4 无锡海力士意法半导体有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业营销网络分析

（5）企业核心竞争力分析

（6）企业发展优劣势分析

（7）企业2014年经营计划

（8）企业最新发展动向

7.2.5 和舰科技（苏州）有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业营销网络分析

（5）企业核心竞争力分析

（6）企业发展优劣势分析

（7）企业2014年经营计划

（8）企业最新发展动向

7.2.6 首钢日电电子有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业营销网络分析

（5）企业核心竞争力分析

（6）企业发展优劣势分析

（7）企业2014年经营计划

（8）企业最新发展动向

7.2.7 上海先进半导体制造股份有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业营销网络分析

（5）企业核心竞争力分析

（6）企业发展优劣势分析

（7）企业2014年经营计划

（8）企业最新发展动向

7.2.8 台积电（上海）有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业营销网络分析

（5）企业核心竞争力分析

（6）企业发展优劣势分析

（7）企业2014年经营计划

（8）企业最新发展动向

7.2.9 上海华虹宏力半导体制造有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业营销网络分析

（5）企业核心竞争力分析

（6）企业发展优劣势分析

（7）企业2014年经营计划

（8）企业最新发展动向

7.2.10 吉林华微电子股份有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业营销网络分析

（5）企业核心竞争力分析

（6）企业发展优劣势分析

（7）企业2014年经营计划

（8）企业最新发展动向

7.3 集成电路封装测试企业发展分析

7.3.1 飞思卡尔半导体（中国）有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业整体产能分析

（4）企业产品产量分析

（5）企业产能利用率分析

（6）企业封装能力分析

（7）企业技术水平分析

（8）企业核心竞争力分析

（9）企业发展优劣势分析

（10）企业2014年经营计划

（11）企业最新发展动向

7.3.2 南通华达微电子集团有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业整体产能分析

（4）企业产品产量分析

（5）企业产能利用率分析

（6）企业封装能力分析

（7）企业技术水平分析

（8）企业核心竞争力分析

（9）企业发展优劣势分析

（10）企业2014年经营计划

（11）企业最新发展动向

7.3.3 日月光封装测试(上海)有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业整体产能分析

（4）企业产品产量分析

（5）企业产能利用率分析

（6）企业封装能力分析

（7）企业技术水平分析

（8）企业核心竞争力分析

（9）企业发展优劣势分析

（10）企业2014年经营计划

（11）企业最新发展动向

7.3.4 深圳赛意法微电子有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业整体产能分析

（4）企业产品产量分析

（5）企业产能利用率分析

（6）企业封装能力分析

（7）企业技术水平分析

（8）企业核心竞争力分析

（9）企业发展优劣势分析

（10）企业2014年经营计划

（11）企业最新发展动向

7.3.5 江苏新潮科技集团有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业整体产能分析

（4）企业产品产量分析

（5）企业产能利用率分析

（6）企业封装能力分析

（7）企业技术水平分析

（8）企业核心竞争力分析

（9）企业发展优劣势分析

（10）企业2014年经营计划

（11）企业最新发展动向

7.3.6 上海松下半导体有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业整体产能分析

（4）企业产品产量分析

（5）企业产能利用率分析

（6）企业封装能力分析

（7）企业技术水平分析

（8）企业核心竞争力分析

（9）企业发展优劣势分析

（10）企业2014年经营计划

（11）企业最新发展动向

7.3.7 英特尔产品（成都）有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业整体产能分析

（4）企业产品产量分析

（5）企业产能利用率分析

（6）企业封装能力分析

（7）企业技术水平分析

（8）企业核心竞争力分析

（9）企业发展优劣势分析

（10）企业2014年经营计划

（11）企业最新发展动向

7.3.8 南通富士通微电子股份有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业整体产能分析

（4）企业产品产量分析

（5）企业产能利用率分析

（6）企业封装能力分析

（7）企业技术水平分析

（8）企业核心竞争力分析

（9）企业发展优劣势分析

（10）企业2014年经营计划

（11）企业最新发展动向

7.3.9 星科金朋（上海）有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业整体产能分析

（4）企业产品产量分析

（5）企业产能利用率分析

（6）企业封装能力分析

（7）企业技术水平分析

（8）企业核心竞争力分析

（9）企业发展优劣势分析

（10）企业2014年经营计划

（11）企业最新发展动向

7.3.10 乐山无线电股份有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业整体产能分析

（4）企业产品产量分析

（5）企业产能利用率分析

（6）企业封装能力分析

（7）企业技术水平分析

（8）企业核心竞争力分析

（9）企业发展优劣势分析

（10）企业2014年经营计划

（11）企业最新发展动向
第8章 中国集成电路行业发展趋势与前景预测
8.1 集成电路行业发展趋势分析

8.1.1 集成电路行业区域发展趋势

8.1.2 集成电路行业技术发展趋势

8.1.3 集成电路行业产品结构趋势

8.1.4 集成电路行业市场竞争趋势

8.2 集成电路行业市场前景预测

8.2.1 集成电路行业市场规模预测

8.2.2 集成电路行业细分领域预测

8.2.3 集成电路企业经营前景预测

8.3 集成电路行业投资前景预测

8.3.1 集成电路行业进入壁垒分析

8.3.2 集成电路行业投资风险分析

8.3.3 集成电路行业投资可行性分析

8.3.4 集成电路行业投资前景分析

8.4 中研普华集成电路行业投资建议

8.4.1 集成电路细分市场投资建议

8.4.2 集成电路区域布局投资建议

8.4.3 集成电路企业并购重组建议
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